
JP 2021-119248 A5 2021.11.11

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和3年11月11日(2021.11.11)

【公開番号】特開2021-119248(P2021-119248A)
【公開日】令和3年8月12日(2021.8.12)
【年通号数】公開・登録公報2021-037
【出願番号】特願2021-79008(P2021-79008)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  59/18     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  59/40     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/36     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  63/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/29     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/31     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ   59/18     　　　　
   Ｃ０８Ｇ   59/40     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/36     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   63/00     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   23/30     　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月29日(2021.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ樹脂（Ａ）、無機充填剤（Ｂ）、硬化剤（Ｃ）および硬化促進剤（Ｄ）を含む
パワーデバイス封止用樹脂組成物であって、
　前記エポキシ樹脂（Ａ）は、フェノールアラルキル型エポキシ樹脂およびｏ－クレゾー
ルノボラックエポキシ樹脂から選択される少なくとも１つを含み、
　前記硬化剤（Ｃ）は、フェノールアラルキル型フェノール樹脂を含み、
　前記封止用樹脂組成物を、１７５℃、２分の条件で成形し、１７５℃、４時間の条件で
アフターキュアして得られた、直径１００ｍｍ、厚さ２ｍｍの試験片について、以下（ｉ
）～（ｖ）の順番に従って熱刺激脱分極電流法による測定を行ったときに得られる電流－
時間曲線の半値幅が８００秒以下である封止用樹脂組成物。
　（ｉ）電圧をかけずに５℃／分の速さで前記試験片の温度を１５０℃まで昇温する。
　（ｉｉ）前記試験片の温度を１５０℃に維持したまま、５００Ｖの一定電圧を３０分印
加する。
　（ｉｉｉ）５００Ｖの一定電圧を印加したまま、５℃／分の速さで前記試験片の温度を
４５℃まで降温する。
　（ｉｖ）前記試験片の温度を４５℃に維持したまま、電圧の印加を停止し、５分静置す
る。
　（ｖ）試験片に電圧をかけずに、３．５℃／分の速さで前記試験片を昇温し、この昇温
時に流れる電流値を測定し、電流－時間曲線を得る。
【請求項２】
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　請求項１に記載の封止用樹脂組成物であって、
　前記電流－時間曲線におけるピークの高さが、８００ｐＡ以上である封止用樹脂組成物
。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の封止用樹脂組成物であって、
　前記無機充填剤（Ｂ）が、シリカを含む封止用樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項３に記載の封止用樹脂組成物であって、
　前記シリカは、その表面がカップリング剤で修飾されたものである封止用樹脂組成物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の封止用樹脂組成物であって、
　前記硬化剤（Ｃ）がフェノール系硬化剤であり、当該フェノール系硬化剤に対する前記
エポキシ樹脂（Ａ）の量が、官能基のモル当量で１．０１～１．２０である封止用樹脂組
成物。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の封止用樹脂組成物であって、
　前記エポキシ樹脂（Ａ）のエポキシ当量が１００～４００ｇ／ｅｑである封止用樹脂組
成物。
【請求項７】
　基板と、前記基板上に搭載されたパワー素子と、前記電子素子を封止する封止材とを備
え、
　前記封止材が、請求項１～６のいずれか１項に記載の封止用樹脂組成物の硬化物を含む
パワーデバイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　エポキシ樹脂（Ａ）、無機充填剤（Ｂ）、硬化剤（Ｃ）および硬化促進剤（Ｄ）を含む
パワーデバイス封止用樹脂組成物であって、
　前記エポキシ樹脂（Ａ）は、フェノールアラルキル型エポキシ樹脂およびｏ－クレゾー
ルノボラックエポキシ樹脂から選択される少なくとも１つを含み、
　前記硬化剤（Ｃ）は、フェノールアラルキル型フェノール樹脂を含み、
　前記封止用樹脂組成物を、１７５℃、２分の条件で成形し、１７５℃、４時間の条件で
アフターキュアして得られた、直径１００ｍｍ、厚さ２ｍｍの試験片について、以下（ｉ
）～（ｖ）の順番に従って熱刺激脱分極電流法による測定を行ったときに得られる電流－
時間曲線の半値幅が８００秒以下である封止用樹脂組成物。
　（ｉ）電圧をかけずに５℃／分の速さで前記試験片の温度を１５０℃まで昇温する。
　（ｉｉ）前記試験片の温度を１５０℃に維持したまま、５００Ｖの一定電圧を３０分印
加する。
　（ｉｉｉ）５００Ｖの一定電圧を印加したまま、５℃／分の速さで前記試験片の温度を
４５℃まで降温する。
　（ｉｖ）前記試験片の温度を４５℃に維持したまま、電圧の印加を停止し、５分静置す
る。
　（ｖ）試験片に電圧をかけずに、３．５℃／分の速さで前記試験片を昇温し、この昇温
時に流れる電流値を測定し、電流－時間曲線を得る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４２】
＜実施例３、４、参考例１、２、５：封止用樹脂組成物の製造＞
（硬化剤と硬化促進剤とのプリメルト）
　まず、後掲の表１に記載の硬化剤を、１５０℃で溶融した。
　これに、同じく表１に記載の硬化促進剤を混合し、その後１０分間攪拌を継続した。
　これを室温になるまで徐冷し、その後粉砕することで、硬化剤と硬化促進剤との溶融混
合物を得た。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４７】
（評価用の試験片の作製）
　各実施例、各参考例および各比較例で得られた封止用樹脂組成物を、トランスファー成
形機を用いて、金型温度１７５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間２分の条件で金型に
注入成形し、直径１００ｍｍ、厚さ２ｍｍの円形状に成形した。成形後、オーブンを用い
、１７５℃、４時間の条件でアフターキュアを行った。その後、室温まで放冷し、評価用
の試験片を得た。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４９】
（ＨＴＲＢ試験：ＨＴＲＢ耐性の評価）
　まず、定格電圧１２００ＶのＩＧＢＴ（絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）素子を、
パッケージ仕様：ＴＯ－２４７のフレームに半田を用いてダイボンディングし、そしてＡ
ｌワイヤでワイヤボンディングした。これを、実施例、参考例または比較例の封止用樹脂
組成物で封止し、ＨＴＲＢ評価用のパッケージを作成した。なお、封止用樹脂組成物の成
形条件は１７５℃で２分、アフターキュア条件は１７５℃で４時間とした。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５４】
　表１に封止用樹脂組成物の組成等を、表２に評価結果をまとめて示す。表１の各成分の
量は質量部である。
　前述のとおり、実施例３、４、参考例１、２、５においては、硬化剤と硬化促進剤との
溶融混合物の量は、用いた溶融混合物中に含まれる硬化剤および硬化促進剤の量として記
載している。また、同じく前述のとおり、実施例３、４、参考例１、２、５においては、
カップリング剤の量は、前述のように無機充填剤の表面修飾に用いたカップリング剤の量
を記載している。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１５５】
【表１】

【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５６】
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【表２】
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